Temat: Typy obuddw mikroprocesoréow

Krzemowa ptytka mikroprocesora jest chroniona przed czynnikami zewnetrznymi dzieki
powtoce zrobionej z ceramiki, plastiku badz metalu. Obudowa ta ma wyprowadzenia (ndzki,
piny) umozliwiajgce przeptyw informacji w postaci impulséw elektrycznych po
zamontowaniu w gniezdzie ptyty gtéwne;.

Rozrdzniamy kilka réznych typow obuddw mikroprocesorow:

1. PGA (ang. Pin Grid Array),
popularny standard z nézkami w ksztatcie symetrycznej siatki, odmiany:

a) PPGA (ang. Plastic PGA),

w produkcji ostony rdzenia wykorzystano plastikowg powtoke.

b) CPGA (ang. Ceramic PGA),

w produkcji ostony rdzenia wykorzystano ceramiczng powtoke.

c) FC-PGA (ang. Flip Chip PGA),

rdzen zostat przeniesiony na gérng czes¢ obudowy w celu lepszego odprowadzenia ciepta i
zostat zatopiony w plastikowej ostonie.

d) FC-PGA 2 (ang. Flip Chip PGA),

rdzen w plastikowej ostonie zostat dodatkowo ukryty pod stalowg blaszka.

2. SPGA (ang. Staggered PGA),
rozmieszczenie pindw w rzedach i kolumnach jest niesymetryczne.

3. SECC (ang. Single Edge Contact Cartridge),
pamiec cache L2 znajduje sie poza rdzeniem i jest przylutowana do ptytki drukowanej wraz z
mikroprocesorem, obudowa ma postac kartridza (Pentium Ili Ill, Athlon).

4. SEP (ang. Single Edge Processor),
obudowa podobna do SECC, bez plastikowych oston (Celeron, Duron).

5. Micro-FCBGA (ang. Flip Chip Ball Grid Array),
obudowa, w ktdérej ndzki zakoriczone sg matymi kulkami poprawiajacymi przeptyw pradu

miedzy procesorem a gniazdem.

6. LGA (ang. Land Grid Array),
obudowa opracowana przez firme Intel, ndzki zastgpiono specjalnymi poztacanymi stykami.

ZADANIE:

Zapisz jaki typ obudowy mikroprocesordw pojawia sie na zdjeciach ponize;j:
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